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摘要(译)

提供纳米粒子 - 树脂复合材料。该材料在可见光区域具有透明特性和至
少1.55的折射率。复合材料包括分散在具有硅氧烷键的聚合物中的无机
纳米粒子，无机纳米粒子涂覆有有机化合物。有机化合物是至少一种选
自羧酸，次膦酸，膦酸，亚磺酸，磺酸和硫醇的化合物，所选择的化合
物含有芳基或芳氧基。该聚合物选自甲基苯基聚硅氧烷，甲基苯基氢聚
硅氧烷，甲基苯基聚硅氧烷和甲基苯基氢聚硅氧烷的混合物，或甲基苯
基聚硅氧烷，甲基苯基氢聚硅氧烷，和甲基苯基聚硅氧烷与甲基苯基氢
聚硅氧烷的混合物。甲基苯基聚硅氧烷和甲基苯基氢聚硅氧烷的侧链和/
或末端的部分被环氧基，羧基，甲醇基，甲基丙烯酰基，聚醚基或乙烯
基取代。
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